附3．光学与电子信息学院 学院（系） 硕士研究生课程简介
	课程名称：微制造物理与技术
	课程代码：182.622

	英文名称：Microfabrication physics and technology

	课程类型：■高水平课程  □国际化课程  □高水平国际化课程  □一般课程

	课程类别：□一级学科基础程  □二级学科基础课程  ■专业课程

	考核方式： 考试  

	 教学方式：讲授，实践，研讨相结合
	适用层次： 硕士■      博士□

	开课学期：    秋季       
	总学时/讲授学时：   32 /  32       
	学分：2

	适用专业：微电子学与固体电子学，半导体芯片系统设计与工艺，电力电子与电力传动，电子科学与技术，电子信息材料与元器件，光学工程，光电信息工程（光学与电子信息学院），材料科学与工程（材料学院、光学与电子信息学院），新能源科学与工程（能源与动力工程学院、光学与电子信息学院），光电子材料与器件（化学与化工学院），材料物理与化学（材料学院、光学与电子信息学院），物理电子学（物理学院、光学与电子信息学院）。

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术专长

	曾祥斌
	教授
	微电子学
	52
	微电子学，器件物理，工艺物理与技术

	尹盛
	副教授
	微电子学
	48
	微电子学，器件物理，IC设计

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	课程教学大纲：
教学大纲（章节目录）：
第一章  微电子工业发展概论（3学时）

  1， 微电子工业制备技术发展现状与趋势

  2， 新型微电子器件（CNT，石墨烯，硫化钼，量子器件，黑磷，光子器件等）

3， 传统硅技术的潜力与局限

教学大纲（续）

第二章 光刻技术（5学时）

1， 现代光刻技术的发展趋势与展望

2， 新型光刻技术简介

3， 新型刻蚀技术

4， 非光学光刻技术

第三章 微电子工业中薄膜制备技术（1）（5学时）

1， 薄膜技术的基本理论

2， 真空技术与应用

3， 化学气相淀积技术

4， 后摩尔时代对薄膜制备技术的要求

第四章 微电子工业中薄膜制备技术（2）（5学时）

1， 蒸发技术与技术进步

2， 溅射技术与技术进步

3， 新型薄膜制备技术介绍（MOCVD,PLD等）

第五章 离子注入技术 （4学时）

1， 离子注入技术的重要地位

2， 离子注入技术的技术要点

3， 后摩尔时代对离子注入技术的要求

4， 离子注入技术的发展趋势

第六章 等离子刻蚀技术（3学时）

1， 等离子刻蚀技术的工艺技术要点

2， 等离子刻蚀技术的发展趋势

第七章 微制造工艺设计（3学时）

1， 设计原则

2，工艺仿真与分析

第八章 课程研讨（4学时）

1，超净工艺线实践

2，工艺设计研讨

3，国际化教学研讨

4，微制造技术发展趋势研讨



	使用教材：  

  Michael Quirk, Julian Serda,Semiconductor Manufacturing Technology, 2001.Pearson Education, Inc.


	主要参考书：
1 Gary S May,施敏著,半导体制造基础，电子工业出版社,2007.

2 James D. Plummer,硅超大规模集成电路工艺技术：理论、实践与模型， 电子工业出版社，2006。

3 Stephen A Campbell,微电子制造科学原理与工程技术， 电子工业出版社，2004.

4 施敏，半导体器件物理与工艺，苏州大学出版社，第二版，2002.

5 Peter Van Zant,芯片制造-半导体工艺制程使用教程，电子工业出版社，2008.

6 Hwaiyu Geng,半导体集成电路制造手册，电子工业出版社，2006.



	该课程所属基层教学组织（教研室、系）专家小组意见：（该课程是否适合硕士、博士研究生培养的需要？是否与本科生课程重复？是否有稳定的课程组和授课教师队伍？）
专家组长
专   家                                                      年     月      日


